
陶瓷基板电镀封孔/填孔工艺解析

电镀封孔是一种常用的印制电路板制造工艺，用于填充和密封导通孔（通孔）以增强导电

性和防护性。在印制电路板制造过程中，导通孔是用于连接不同电路层的通道。电镀封孔的目

的是通过在导通孔内部形成一层金属或导电材料的沉积，使导通孔内壁充满导电物质，从而增

强导电性能并提供更好的封孔效果。

一、线路板电镀封孔工艺在产品制造过程中带来了许多优势：

1.提高电路可靠性：线路板电镀封孔工艺可以有效地封闭孔洞，防止电路板上的金属层之

间的电短路。这有助于提高电路板的可靠性和稳定性，减少电路故障和损坏的风险。

2.增强电路性能：通过电镀封孔工艺，可以实现更好的电路连接和导电性能。电镀填充孔

洞可以提供更稳定和可靠的电路连接，减少信号损耗和阻抗不匹配的问题，从而提高电路的性

能和工作效率。

3.提高焊接质量：线路板电镀封孔工艺还可以改善焊接质量。封孔工艺可以在孔洞内形成

一个平坦、光滑的表面，为焊接提供更好的基础。这可以提高焊接的可靠性和强度，减少焊接

缺陷和冷焊等问题的发生。

4.加强机械强度：电镀封孔工艺可以提高线路板的机械强度和耐久性。填充孔洞可以增加



线路板的厚度和坚固性，提高其抗弯曲和抗振动能力，减少线路板在使用过程中的机械损伤和

断裂的风险。

5.便于组装和安装：线路板电镀封孔工艺可以使组装和安装过程更加方便和高效。填充孔

洞可以提供更稳定的表面和连接点，使得组件的安装更容易、更准确。此外，电镀封孔还可以

提供更好的保护，减少组件在安装过程中的损伤和损失。

总体而言，线路板电镀封孔工艺能够提高电路可靠性、增强电路性能、改善焊接质量、加

强机械强度，并便于组装和安装。这些优势可以显著提升产品的品质和可靠性，同时降低制造

过程中的风险和成本。

二、尽管线路板电镀封孔工艺有很多优势，但也存在一些潜在的

隐患或缺点，包括以下几点：

1.成本增加：线路板电镀封孔工艺需要额外的工序和材料，例如填充材料和电镀过程中使

用的化学物质。这可能会增加制造成本，并对产品的总体经济性产生影响。

2.长期可靠性：尽管电镀封孔工艺可以提高电路板的可靠性，但在长期使用和环境变化的

情况下，填充材料和电镀层可能会受到热胀冷缩、湿度、腐蚀等因素的影响。这可能导致填充

材料松动、脱落或电镀层损坏，进而降低电路板的可靠性。

3.工艺复杂性：线路板电镀封孔工艺相对于常规工艺来说更为复杂。它涉及到孔洞准备、

填充材料的选择和施工、电镀过程的控制等多个步骤和参数的把控。这可能需要更高的工艺技

能和设备，以确保工艺的准确性和稳定性。

4.流程的增加：增加封孔流程，稍微大的孔还要增加挡点菲林，确保封孔效果。封孔后需

要经过铲铜、研磨、抛光等工步，确保封孔表面的平整性。

5.环境影响：电镀封孔工艺中使用的化学物质可能对环境造成一定的影响。例如，电镀过

程中可能会产生废水和废液，需要进行适当的处理和处理。此外，填充材料中可能存在对环境

有害的成分，需要妥善管理和处理。



在考虑线路板电镀封孔工艺时，需要综合考虑这些潜在的隐患或缺点，并根据具体需求和

应用场景权衡利弊。在实施工艺时，适当的质量控制和环境管理措施是至关重要的，以确保最

佳的工艺结果和产品可靠性。

三、验收标准

依据标准：IPC-600-J 3.3.20：电镀铜填塞微导通（盲和埋）

1. 凹陷、凸起：铜填塞盲微导通孔的凸起（凸块）和凹陷（凹坑）的要求应当由供需双

方协商确定，这里没有铜填塞忙微导通孔的凸起和凹陷的要求。具体以客户采购文件或者客户

标准为判定依据。

2. 空洞：

IPC-600-J 标准 判

定

可

接受

不

接收
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